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Gomula uygulamalar icin Kingston LPDDR4/LPDDR4x DRAM

Kingston ayr LPDDR4/LPDDR4x DRAM, gdmdull uygulamalarin  gereksinimlerini karsilamak icin
tasarlanmistir ve dustk guc tlketiminde yuksek hizli bir secenek sunmaktadir.

PAZAR SEGMENTLERI

Ofis Ekipmanlari, Tibbi Cihazlar, ATM, Otomat Akilli Ev (Sound Bar’lar, Termostatlar, Spor Ekipmanlari,
Makineleri Elektrikli Stpurgeler, Yataklar, Musluklar)
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5G Aglar/Telekomiinikasyon Iletisim Modiilleri (WiFi Mobil Uygulamalar, Elde Taginir Cihazlar Akilli Sehir (HVAC, Aydinlatma, Elektrik izleme/Ol¢me,
Yonlendiriciler ve Mesh Cihazlar) Park Sayaclar)
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DRAM

TEMEL OZELLIKLER LPDDR4 PARCA NUMARALARI VE OZELLIKLERI
COMMERCIAL TEMPERATURE

Cift veri hizh mimari: saat dénguist basina iki veri transferi

e Ylksek hizli veri aktarimi, 8 bit 6n getirme (prefetch) iletisim e Numeaes | teeedie | Ackeme paket | Yapilandirma |~ | VDD, Calisma
hatl mimari ile saglanmaktadir ¢ p : (Word x Bit) PS| vbDQ | Sicakiig
e iki yonlu diferansiyel veri strob (DQS ve /DQS), alicida veri 200 bilya
yakalama icin veriyle iletilir/alinir DI621PMACDGUI-U 16Gb FBGALPDDR4 | 10x14,5x0,8 512Mx32 3733Mbps | 11V | -25°C™~+85°C
* DQS, OKUMALAR icin veriyle uglarla, YAZMALAR icin veriyle C-Temp
Ortayla hizalidir D1611PM3BDGUI-U 16Gb 200biya FBGA 10x14,5x0,8 1Gx16 3733 Mb 11V -25°C ~ +85°C
* Diferansiyel saat girigleri (CK_t ve /CK_c) LPDDRACTemp | X B
e DLL, DQ ve DQS gegislerini CK gegisleriyle hizalar 200 bilya
e Veri maskesi (DM), verileri, veri strobunun hem yiikselen hem €3222PM4CDGUI-U 32Gb FBGALPDDR4 | 10x14,5x0,8 16x32 3733Mbps | 11V -25°C ~ +85°C
de algalan kenarlarinda yazar C-Temp
e Yazma Dongulst Yedeklilik Kodu (Write Cycle Redundancy S— aogp | 200DIVAFBBA | 08 16x32 733N B -
Code - CRC) desteklenir LPDDRA C-Temp | X X 2 2 b
e Okuma ve yazma igin programlanabilir giris desteklenir 200 bilya
¢ Hem yarim bayt sirali ve aralik modunda programlanabilir veri 06422PM3BDGVK-U B4Gb FBGALPDDR4 | 10x14,5x1,0 26x32 4266Mbps | LIV | -25°C~+85°C
blogu uzunlugu 4/8 C-Temp
® Aninda BL anahtari
® MRS tarafindan segine sirict glct INDUSTRIAL TEMPERATURE
* Dinamik Kalip Uzeri Sonlandirma desteklenir . Parca Numarasi | Kapasite | Aciklama Paket m,'fgi'é?f Hiz Mbps \X;JDDé sguzlalli?:al
® ODT pimi ile degistirilebilen RTT_PARK ve RTT_NOM gibi Iki J
Sonlandirma Durumu L i D1621PM4CDGUIW-U 16Gb 200 bilya FBGA 10x14,5x0,8 512Mx32 3733 Mbps 11V -40°C ~ +95°C
o Asenkron SIFIRLAMA pimi desteklenmektedir LPDDR4 |-Temp
* ZQ kalibrasyonu desteklenmektedir DIB1IPM3BDGVIW-U 16Gb fSSDzZT;:r:A 10x14,5x0,8 16x16 4266Mbps | 11V -40°C ~ +95°C
* Yazma Dengelemesi desteklenmektedir _ °
® Bu Urdn RoHS yoénetmeligine uygundur C3222PMACDGUIW-U |  32Gb fssDngT_TFfﬁg 10x14,5x0,8 16x32 3733Mbps | 1V | -40°C " +95°C
® Dahili Vref DQ seviyesi jenerasyon mevcuttur 200 bilva FBGA
M . . ilya B B
o TCAR (S|Cak||k Kontronu Otomat”( Yen||eme) modu B3221PM3BDGVIW-U 32Gb LPDDR4 Termp 10x14,5x0,8 1Gx32 4266 Mbps 11V -40°C ~ +95°C
desteklenmektedir
® LP ASR (Distk Glg Otomatik Kendi Kendine Yenileme) modu
desteklenir . . .
e Komut Adresi (CA) Parite (komut/adres) modu desteklenir LPDDR4x PARCA NUMARALARI VE OZELLIKLERI

* DRAM Basina Adreslenebilirlik (PDA)
e ince ayrintili yenileme desteklenir COMMERCIAL TEMPERATURE
 Yavaslama Modu (1/2 hiz, 1/4 hiz) desteklenir Parca Numarasi | Kapasite |  Aciklama Yapilandirma o oo SCa“iT?
® Kendi Kendine Yenilemeden Cikma desteklenir 2]
. .. . 200 bilya FBGA
e Maksimum glg tasarruf modu desteklenir DIB2IXMACDGVI-U 16Gb 10x14,5x0,8 512Mx32 4266Mbps | 0,6V | -25°C~+85°C

LPDDR4x C-Temp
® Bank Gruplama ug{gulanlr ve ayni ya da farkli baglégrlég

erisimleri icin CAS'dan CAS'a gecikme (tCCD_L, t B3221XM3BDGVI-U 326b 200bivaFBBA | 01 ex0s 16Gx32 4266Mbps | 06V | -25°C "~ +85°C

mevcuttur LPDDR4x C-Temp
isi i iici imi qi 200 bilya FBGA
* Yazma verisi magkt_aleme ve DBIdc I$|EVI Icin DMI pimi dESteQI Q6422XM3BDGVK-U 64Gb LPDDRéllyaC T 10x14,5x1,0 26x32 4266Mbps 0.6V -25°C ~ +85°C
e Duslk gug tuketimi xLolemp
® Bank Basina Yenileme

e JEDEC Dusuk Gug cift Veri Hizi 4 (LPDDR4) Spesifikasyonu ile
tam uyumiu

e Kismi Dize Kendiliginden Yenileme (PASR)
0 Bank Maskeleme
0 Segment Maskeleme

e Otomatik Sicaklik Telafili Kendini Yenileme

0 (ATCSR), dahili sicaklik sensoru ile
o0 Tum bank otomatlk_%/enlleme ve bank basina
yonlendirilmis otomatik yenileme desteklenir

e Cift veri hizll mimari; bir saat dongusu basina iki veri aktarimi

e Diferansiyel saat girisleri (CK_t ve CK_c) Iki yonl( diferansiyel
veri strobu (DQS_t ve DQS_c) Hem yUikselen hem de algalan
CK_t kenarinda girilen komutlar; veri ve veri maskesi
DQS_t'nin her iki kenarina referanslidir

® Yazma verisi maskeleme ve DBIdc iglevi i¢in DMI pimi destegi

(Word x Bit)
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